
■扩大电路板尺寸

扩大对象电路板尺寸，对应大型电路板。

同时，也可搬运重型电路板，最大可搬运

6kg的电路板和料盘。
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最大电路板尺寸

457 x 356 mm
最大电路板尺寸

686 x 508 mm

Cat.No.XPF/2012.Jan/S

●本目录所记载的内容，因机器改进有不经预告就变更的可能。
●详细内容请参阅规格说明书。
●将本产品移设到贵公司的海外工厂或者转卖给国内外的第三方时，
  请事先与富士机械制造株式会社或者本公司代理商取得联系。
●本目录的记载内容为2012年1月的产品。

富士机械制造株式会社
FUJI MACHINE MFG. CO., LTD.
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4 吸嘴吸取 ： 0.343 sec / 个    10,500 cph
2 吸嘴吸取 ： 0.456 sec / 个      7,900 cphXPF-L

XPF-W

4

±0.040 mm　cpk≧1.00 
±0.053 mm　cpk≧1.33

4 吸嘴吸取 ： 3 x 3 ～14 x 14 mm
2 吸嘴吸取 ： 14 x 14 ～22 x 26 mm

高度 MAX 6.5 mm

M4自动更换头

吸嘴数 12 1

自动更换头收藏数 2 (XPF-L) / 3 (XPF-W)

搭载注胶筒数量 : 1个 / 1胶着剂平台

对象元件

贴装节拍

贴装精度

机器尺寸

机器重量

±0.050 mm　cpk≧1.00 
±0.066 mm　cpk≧1.33

±0.040 mm　cpk≧1.00 
±0.053 mm　cpk≧1.33

±0.040 mm　cpk≧1.00 
±0.053 mm　cpk≧1.33

±0.030 mm　cpk≧1.00 
±0.040 mm　cpk≧1.33

对象电路板尺寸(LxW)

电路板载入时间

MAX 457 x 356 mm  厚度 0.4(0.3) ～ 5.0 mm(XPF-L) / 686 x 508mm  厚度 0.4～ 6.5 mm(XPF-W)   MIN 50 x 50 mm

1.8 sec (XPF-L) / 3.5 sec (XPF-W)

L : 1,500 mm     W : 1,607.5 mm   H : 1,419.5 mm   （搬运高度 ： 900 mm  除信号塔）

・ 料带元件（JIS规格、JEITA)、 料管元件、料盘元件

0.144 sec/个    25,000 cph

0.145 sec/个    24,800 cph

0.400 sec/个    9,000 cph

0.418 sec/个    8,600 cph
涂敷节拍  : 0.2 sec/shot

・ 引脚共面性检查

・ 管装供料器 ・ 广角定位相机

・ 料卷安装台 (本机内藏型）

・ Fujitrax

小型芯片元件等

QFP元件

XPF-L
XPF-W L : 1,500 mm     W : 1,762.5 mm   H : 1,422.5 mm   （搬运高度 ： 900 mm  除信号塔）

・ 浸渍助焊剂单元

・ 特殊吸嘴&机械夹头

6 (XPF-L) / 8 (XPF-W)
（使用料盘时，收藏测定料盘

高度自动更换头1个）

占有料槽数 ： 8 料槽（MFU-40)
（搭载位置固定 可搭载4个为止）

1005(0402) ～
 45 x 150 （68 x 68) mm

高度 MAX 25.4 mm
0402(01005) ～ 20 x 20 mm

高度 MAX 3.0 mm
搭载平台 ： Side 1侧

（MFU-40 or 固定料站）

涂敷位置精度 : ±0.1mm　cpk≧1.00

本体　XPF-L ： 1,500 kg / XPF-W ： 1,860 kg
MFU-40 : 约240 kg （满载W8供料器时)

BTU-AⅡ ： 约120 kg    BTU-B ： 约15 kg    MTU-AⅡ ：约615 kg（满载料盘 .供料器时）

机器规格 旋转自动更换头 单吸嘴 点胶自动更换头

元件包装

其它选项

4 吸嘴吸取 ： 0.351 sec / 个    10,250 cph
2 吸嘴吸取 ： 0.462 sec / 个      7,800 cph
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